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	2025年9月22日，你公司披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，预案显示
	1.预案显示，兮璞材料注册地为福建漳州，拥有甘肃兮璞硼材料科技有限公司等5家子公司，采用“定制化代工
	请独立财务顾问核查并发表明确意见。
	2.预案显示，兮璞材料主要从事高端半导体材料的研发、制造和销售，核心产品包括半导体级高纯电子特气、硅
	请独立财务顾问核查并发表明确意见。
	3.请结合兮璞材料及其关联企业主要业务、核心产品，以及兮璞材料与其关联企业之间的交易内容、金额，补充
	请独立财务顾问核查并发表明确意见。
	4.根据媒体报道，兮璞材料实际控制人陈朝琦因商业纠纷被起诉，诉讼金额1680万元。请补充说明陈朝琦具
	请独立财务顾问核查并发表明确意见。
	我部对此表示关注。请你公司就上述事项做出书面说明，在2025年12月29日前将有关说明材料报送我部，
	OLE_LINK1


